
Specyfikacja Techniczna Płyty Głównej

1. Informacje ogólne
Producent: 

Model: 

Typ obudowy (form factor): ATX / mATX / ITX / Inny: 

Chipset: 

Gniazdo procesora (socket): 

Obsługiwane procesory: 

2. Pamięć RAM
Typ pamięci: DDR / DDR2 / DDR3

Liczba gniazd DIMM: 

Maksymalna pojemność RAM: 

Obsługiwane taktowania: 

Obsługa Dual Channel: TAK / NIE

3. Złącza kart rozszerzeń
PCI - ilość: 

PCI-Express x16 - ilość: 

PCI-Express x1 - ilość: 

AGP: TAK / NIE (jeś li dotyczy)

4. Zintegrowane komponenty
Grafika: TAK / NIE

  - Chip: 

Karta dźwiękowa: TAK / NIE

  - Typ (np. Realtek ALC888, 5.1, 7.1): 

Karta sieciowa: TAK / NIE

  - Standard: 10/100 / Gigabit



5. Złącza wewnętrzne
ATA (IDE): 

SATA (I / II) - ilość: 

Złącza zasilania: 

  - 20-pin / 24-pin ATX: 

  - 4-pin / 8-pin CPU: 

Złącza wentylatoró w - CPU: ..... SYS: .....

6. Złącza zewnętrzne (panel tylny)
PS/2 (klawiatura / mysz): TAK / NIE

USB 2.0: 

USB 3.0 (jeś li obecne): 

LAN (RJ-45): TAK / NIE

Audio (Jack 3.5mm): TAK / NIE

VGA / DVI / HDMI (jeś li zintegrowana grafika): 

Inne: COM / LPT / eSATA / SPDIF / FireWire 

7. BIOS
Typ BIOS-u: AMI / Award / Phoenix / Inny 

Obsługa Boot z USB: TAK / NIE

Tryby pracy dyskó w: IDE / AHCI / RAID

8. Uwagi dodatkowe
......................................................................

......................................................................
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